NEXT LEVEL TOOLS.

FRAISE Z DUO

créée spécialement pour les matériaux com-
posites combinant des couches extrémement
dures et trés souples

usinage simultané de matériaux tels que le revé-
tement en carbure de silicium (SiC) et de cuivre

résoud les problémes rencontrés par les fraises
conventionnelles face aux couches extrémement
dures

avec une zone en diamant ou en CBN pour
de meilleures performances

flexibilité grace au profilage du revétement
diamanté

peut limiter I'encrassement provoqué par des
matériaux tendres tel que le cuivre
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PAISEZOND |
UNE NOUVELLE REFERENCE POUR USINAGE DE COMPOSANTS EECTRONIOUES
DEGOUVREL NOTRE DERNIERE INNOVATION : LA FRAISE LUKAS Z DUD

La fraise Z Duo, en instance de brevet, est le ré-
sultat d’une recherche et d'un développement
approfondis visant a relever les défis de I'usinage
de matériaux multicomposants avec des revéte-
ments trés durs. Grace a son revétement en dia-
mant, elle est en mesure d'usiner efficacement
les matériaux les plus difficiles, tels que les re-
vétements en en carbure de silicium (SiC) et de

cuivre.
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Cette fraise associe dureté et précision maxi-
males : contrairement aux fraises convention-
nelles, le centre de la zone de fraisage est
équipé d'un anneau CBN ou d'un revétement
diamanté. Elle permet ainsi d’usiner, en un seul
passage, les matériaux composés de plusieurs

couches a la fois extrémement dures et trés

souples.
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